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【 部 門 区 分 】 第 ７ 部 門 第 ２ 区 分
【 発 行 日 】 平 成 16年 11月 18日 (2004.11.18)
　
【 公 開 番 号 】 特 開 2003-158124(P2003-158124A)
【 公 開 日 】 平 成 15年 5月 30日 (2003.5.30)
【 出 願 番 号 】 特 願 2001-353902(P2001-353902)
【 国 際 特 許 分 類 第 ７ 版 】
   Ｈ ０ １ Ｌ   21/314  
   Ｃ ２ ３ Ｃ   14/06   
   Ｃ ２ ３ Ｃ   14/34   
   Ｈ ０ １ Ｌ   21/768  
【 Ｆ Ｉ 】
   Ｈ ０ １ Ｌ   21/314         Ａ
   Ｃ ２ ３ Ｃ   14/06          Ｆ
   Ｃ ２ ３ Ｃ   14/34          Ｎ
   Ｈ ０ １ Ｌ   21/90          Ｋ
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 15年 11月 26日 (2003.11.26)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ５ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 、 詳 細 に 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 に よ れ ば 、 化 合 物 半 導 体 、 特 に 、 水 素 と 敏 感 に 反 応
す る 化 合 物 半 導 体 上 へ 十 分 な 付 着 強 度 、 機 械 的 硬 度 、 絶 縁 性 を 有 す る 絶 縁 膜 お よ び 保 護 膜
と し て 炭 素 系 薄 膜 を 低 温 （ 室 温 ～ １ ５ ０ ℃ 以 下 ） で 形 成 す る も の で あ り 、 化 合 物 半 導 体 デ
バ イ ス を 作 製 す る 際 に 留 意 し な け れ ば な ら な い 基 板 の 熱 に よ る 変 質 （ 組 成 変 化 、 表 面 粗
さ ） 等 の ダ メ ー ジ を 与 え る こ と が な い 。
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